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RESUMEN

El recurso humano representa uno de los factores mas importante de la
produccién, es por eso que no podria realizar ninguna actividad mecanica o
automatica en los procesos transformativos. Por otra parte en el area de la
construccién, los muros de hormigdn poseen un extenso proceso constructivo
donde se deben asumir grandes controles de ejecucién y de materiales empleados
incluyendo los ensayos que se requieran.

Es aqui entonces donde nace el estudio de dos tipos de métodos, uno relacionado
con el tradicional método para otorgar la textura necesaria para la buena
adherencia del mortero de estuco y el otro es de implementar una nueva técnica
para otorgar la rugosidad necesaria al muro a través del adosamiento de una
lamina de plastico burbujeada en el interior del moldaje, que busca la reduccion de
distintos tipos de recursos, traducidos en minimizar tiempos de construccion,
materiales y mano de obra.

Es por esto que esta memoria propone un nuevo sistema sostenible el cual no
s6lo es factible relacionado con el recurso humano, sino también en la parte
técnica, financiara y ambientalista de cualquier empresa u organizacion.

Al mismo tiempo para avalar este estudio, se analizaron diferentes puntos
comparando técnica y econOmicamente ambos métodos mencionados
anteriormente, realizando estudios de probetas para luego ser sometidas a
ensayos que arrojaron diferentes resultados que apuntan a que el nuevo método
propuesto es mucho mas factible tanto técnica como econdmicamente en
comparacion con el método tradicional del puntereo mecanico.

Para cuantificar los resultados obtenidos una de las conclusiones mas importantes
del nuevo método propuesto es que otorga una adherencia del mortero de estuco
gue supera con creces las cifras establecidas por la normativa chilena que
establece como requisito minimo de adherencia del revestimiento en el sustrato de
0,2 Mpa.



